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A03 焦点

作为港股上市公司兴业合金的核心主体，
兴业盛泰已在铜加工领域深耕41年，是国内铜
板带材行业的龙头企业，年产能17万吨，占全
国铜板带材总产量的十分之一。

多年来，该企业始终坚持创新驱动发展，每
年研发投入超2亿元，拥有100多人的专职研
发团队，建有国家级企业技术中心、国家级博士
后科研工作站，主导和参与制定了40余项国家
和行业标准，与中国有研科技集团、北京科技大
学、浙江大学等高校院所建立了20余年的长期
产学研合作。

“宁波给我们最大的支持，就是完整的产业
链配套。”刘峰坦言，宁波拥有从铜加工、电子元
器件到半导体封测的完整产业链，下游龙头企
业就在本地，形成了“需求-研发-验证-迭代”
的良性循环。

与此同时，宁波持续出台的科技创新扶持
政策，从研发投入补贴、核心技术攻关奖励，到
高端人才引育、创新平台建设支持，给了企业沉
下心搞长期研发的空间。

谈及未来的发展，刘峰表示：“今年，我们依
托现有的研发中试基地，新建了总投资数亿元
的研发生产一体化基地，就是要瞄准目前还依
赖进口的更高端铜合金品类，逐个实现突破。”

该企业还将推进生产设备的国产化替代。
“目前，我们还有部分高精度核心设备依赖进
口，未来，我们会和国内设备企业深度合作，把
产业链的主动权牢牢握在自己手里，为中国高
端制造提供更坚实的材料支撑。”刘峰称。

记者 施文 成良田 通讯员 宣科

科创高峰

“甬”攀攀

宁波兴业盛泰集团
有限公司牵头完成的
“超大规模集成电路用
Cu-Cr-X 系合金带材
制造关键技术及产业
化”项目，斩获 2024 年
度宁波市科学技术进步
一等奖。

“这个项目的核心，
就是解决我国高端集成
电路引线框架材料‘无
材可用’的瓶颈问题。
我们从材料设计、制备
到应用全链条打通，筑
牢我国芯片产业底层材
料的根基。”项目牵头
人、兴业盛泰研发负责
人刘峰表示，这一成果
不仅是企业多年深耕研
发的集中体现，更填补
了国内高端铜合金带材
领域的核心技术空白。

给芯片装上“钢筋铁骨”
这家甬企突破关键技术
填补国内空白

用于检验铜合金成分的电感耦合等
离子体光谱仪。

对普通人而言，铜带只是陌生的工业材
料，但它却是芯片封装环节不可或缺的核心
部件。

“引线框架就是集成电路的‘骨骼’与
‘神经枢纽’，芯片的导电、散热、信号传输都
要靠它实现。”刘峰比喻道。

随着超大规模集成电路向超薄、多引
脚、高性能方向升级，更精密的蚀刻法逐渐
替代传统冲压工艺，对铜带材料提出了近乎
苛刻的要求。此前，国内高端蚀刻用引线框
架材料的自给率不足20%，核心技术与市场
长期被海外企业垄断。

兴业盛泰此次获奖的项目，正是瞄准这
一行业痛点，研发出新一代高强高导Cu-
Cr-X系合金带材，实现了三大核心技术突
破——

首先，破解了铜合金领域“强度与导电
不可兼得”的行业难题。“铜合金里强度和导
电就像跷跷板，一方提升另一方就会受限，
可高端芯片既要带材薄至0.1毫米，又要兼
顾高强度、高导电率。”刘峰介绍，团队摒弃
传统试错研发模式，借助大数据算法搭建材
料设计模型，“通过模型预测，只需要几十组
甚至几组实验就可在百万量级空间中快速
设计高性能合金，实验量降低90%以上。”

其次，攻克了大加工率下残余应力与板
形控制的行业顽疾。项目需将200毫米厚
的铜锭轧至0.1毫米超薄带材，加工倍率高
达2000倍，还要严控1米带材翘曲度不超
0.5毫米，精度要求近乎苛刻。“带材残留应力
超标，下游蚀刻时一腐蚀就会翘曲报废。”刘
峰表示，团队研发出精轧组合工艺，搭配低
温张力退火技术，将带材残余应力控制在
35MPa，彻底解决了蚀刻变形的痛点。

更关键的是，团队搭建了国内首个覆盖
材料到应用的全链条评价体系。“以往原料
厂商只把控出厂指标，下游应用出现故障，
到底是材料还是工艺问题，根本说不清。”刘
峰说，团队制定了涵盖蚀刻、折弯、电镀等全
维度的性能标准，打通了原料生产与下游应
用的壁垒。这套标准也被下游龙头企业采
纳，扫清了高端材料落地的最后障碍。

一项核心技术的价值，最终要在产业化的
战场上得到验证。

目前，该项目已完成从实验室研发到规模
化量产的全流程落地，并建成了年产能5000吨
的Cu-Cr-X系合金宽幅带材示范生产线，相
关产品累计实现新增销售收入超76亿元。经
中国有色金属加工工业协会评定，兴业盛泰的
产品市场占有率稳居国内第一。

兴业盛泰的产品已在长电科技、华天科技
等半导体与电子元器件龙头企业实现批量应
用，成功进入全球消费电子巨头的供应链体系。

在宁波，更是形成了紧密的产业链协同。
“康强电子离我们只有几十公里，我们研发的新
材料当天就能送过去测试，有问题当天就能反
馈迭代，这种本地协同的效率是海外供应商比
不了的。”刘峰介绍，康强电子使用兴业盛泰的
铜带生产的高端蚀刻引线框架，已稳定供应国
内主流封测企业，形成了“宁波材料-宁波封
装-全国应用”的产业闭环。

规模化量产的落地，给整个产业链带来了
实实在在的改变。此前，国内下游企业采购高
端铜合金带材，不仅价格高昂，交货周期更是
长达3-6个月，还要面临海外厂商断供的风
险。“现在我们不仅能将供货周期缩短到1个
月以内，材料成本也能下降15%至20%，大幅
降低了下游企业的生产成本和供应链风险。”
刘峰表示，项目的落地，不仅让企业在高端铜
带市场站稳了脚跟，更带动了国内铜加工行业
的技术升级，提升了我国半导体产业链的自主
可控水平。
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兴业盛泰生产的铜合金带材兴业盛泰生产的铜合金带材。。


